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基板周辺部断面基板周辺部断面 基板中央部断面基板中央部断面

ハイブリッドエッチング装置
（Hybrid etching equipment）

Line/space/Cu thickness = 20μm/20μm/12μmLine/space/Cu thickness = 20μm/20μm/12μm

Line/space/Cu thickness = 30μm/30μm/18μmLine/space/Cu thickness = 30μm/30μm/18μm
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